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propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými
spoji) (35 9039)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 61188-1-2:1998 Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 1-2: Generic
requirements - Controlled impedance (Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část
1-2: Všeobecné požadavky - Definovaná impedance)

Informativní údaje z IEC 61188-1-2:1998

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC TC 52: Plošné spoje.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
52/758/FDIS 52/762/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Příloha A je pouze informativní.

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(541) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje (idt IEC 50(541):1990)
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ČSN ISO 3534-2 Statistika - Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti (idt ISO 3534-2:1993)
(01 0216)

Vysvětlivky k textu převzaté normy
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Vypracování normy
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notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.
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Předmluva

Text dokumentu 52/758/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 61188-1-2, připravený technickou komisí IEC TC
52 Plošné spoje, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako
EN 61188-1-2 dne 1998-08-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému použití jako
normy národní                                                                                                  (dop)       1999-05-01

-      nejzazší datum pro zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2001-05-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako "informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě je normativní příloha ZA a informativní příloha A.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61188-1-2:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Konstrukce elektronických zařízení byla tradičně sledována z mechanického hlediska. Návrh
konstrukce se stává více komplexním, jelikož dnešní elektronické technologie nabízejí větší rychlosti
spínání a vyšší hustotou na čip. Jednotlivé čipy mají větší počet spojů při malých rozměrech pouzdra



čipu. Aby se co nejvíce využila výhoda hustoty součástek a rychlosti, musí návrháři věnovat větší
pozornost problémům šíření elektromagnetických vln ve vztahu k přenosu spínacích signálů v
systému. Jsou nezbytné nové obory návrhu a strategie návrhu. Desky s definovanou impedancí
plošných spojů jsou částí této strategie.

Propojování a konstrukce elektronických součástek byly zejména doménou pro mechanický návrh,
který byl zaměřen na faktory, jako jsou hmotnost, objem, výkon a činitel tvaru a na propojení zadané
seznamem vodičů nebo seznamem propojení. Elektrické vodiče pro přenos signálu byly navrhovány
pouze z několika aspektů: aby zadané body byly propojeny, aby vodiče měly dostatečný průřez mědi
pro proud a aby byly udržovány mezery, které by zabránily průrazům napětí. Hlavním zájmem nebyl
přenos elektrického signálu, ale zabezpečení dobré elektrické cesty.

Pokrok v číslicových integrovaných obvodech zavedl nové součástky s velmi krátkými dobami náběhu,
které jsou zapouzdřeny v pouzdrech s velkou hustotou spojů. Aby se optimalizovala funkce systému,
vyžadují tyto součástky takovou technologii propojování, která umožňuje velkou hustotu propojování a
současně poskytuje vynikající elektrické funkční parametry.

Jelikož mnoho problémů systému je spojeno s velmi rychlým číslicovým zpracováním, nebyla jiným
problémům než propojování věnována větší pozornost. Je zřejmé, že s růstem rychlosti systému se
stávají úzkoprofilovými problémy, které zpomalují funkci systému, propojování, konstrukce a desky s
plošnými spoji. Systémy používající obvody řady 100 K ECL mají téměř 55 % zpoždění systému v
konstrukci a propojování. CMOS se obvykle považuje za "pomalou" technologii, navrhují se však
systémy s hodinovým kmitočtem nad 100 MHz. Pro součástky BiCMOS s malým příkonem, malým
napětím a nízkým šumovým prahem se stává problémem nejen zpoždění v systému, ale rovněž útlum
signálu.
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1 Předmět normy

Tato část IEC 61188 je určena pro návrháře obvodů, pro specialisty na konstrukci, pro výrobce desek
s plošnými spoji a pro pracovníky nákupu tak, aby měli všeobecné vědomosti v příslušné oblasti.
Cílem konstrukce je přenést signál vodičem z jedné součástky do jedné nebo více součástek. Návrhem
pro velkou rychlost se rozumí návrh, ve kterém vlastnosti propojení ovlivňují funkci obvodu a vyžadují
jedinečný přístup.

-- Vynechaný text --


